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PRAZISION Uber 40 Jahre Erfahrung und Leidenschaft

Die Walter Lemmen GmbH produziert seit tiber 40 Jahren :r’.ﬁ
eine umfangreiche Auswahl an Produkten der Galvano-
und Leiterplattentechnik fur Industrie, Forschung und
Lehre. Die verschiedenen Anlagen werden in unserem
Werk in Kreuzwertheim konstruiert, gefertigt und
weltweit vertrieben.

Das Produktsortiment umfasst Gerate und Anlagen zur
Herstellung von ein- oder zweiseitigen Platinen bis hin
zu durchkontaktierten Leiterplatten und Multilayer fur die
Prototypen- und Kleinserienfertigung. Individuell nach
Kundenwunsch angepasste Kleingalvanikanlagen
fur Trommel- und Gestellware, zur Veredelung
von unterschiedlichen Materialien fur dekorative
und funktionelle Oberflachen, ergédnzen das Portfolio.
Hochwertige Materialien und Anlagenkomponenten in Kombination mit einer
fachméannischen Verarbeitung garantieren einen wartungsarmen Betrieb der Anlagen
und professionelle Ergebnisse.

Die Walter Lemmen GmbH bietet als Systemlieferant neben der
Entwicklung, Konstruktion und Bau von Geraten und Anlagen fur
die Leiterplatten- und Galvanotechnik ein komplettes Produkt-
und Serviceprogramm an, bestehend aus der Lieferung von
kundenspezifischen Anlagen- und Anlagenkomponenten bis hin zur
Prozesschemie, Service und Umweltkonzepten fur verschiedene
Industriezweige. Neben der Leiterplattenindustrie zéhlen zu
unseren Hauptkunden die Automobilindustrie, Elektronik- und
Unterhaltungsindustrie, Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation,
- Steuerungs- und  Kontrollsysteme, Medizintechnik  und
Photovoltaikindustrie.

Die enge Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Einrichtungen aus
Forschung und Entwicklung, Fach-
hochschulen und Universitadten sowie
der Industrie, sind Basis fr innovative
Umsetzungen und Erweiterungen
unseres Anlagenspektrums zur
Unterstitzung neuer Technologien in
der Leiterplattentechnik und Galvano-
technik.
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Leiterplattentechnologien:

* Feinstleiterplatten, ein- und zweilagig

¢ Durchkontaktierte Leiterplatten

* Multilayer bis max. 6 Lagen

¢ HF-Leiterplatten

¢ LTCC — Keramik

* Wafer

* MID-Technologie

* HDI-Schaltungen

* Starrflexible Leiterplatten

¢ Semiflexible Leiterplatten

* Dickkupferleiterplatten

¢ Isolierte Metall-Substrate (IMS-Leiterplatten)

e Strukturieren von Buntmetallen, Edelstahl und Aluminium
far Frontplatten u. Schilder

Leiterplattenmaterialien:

* Fotobeschichtets Basismaterial
FR4 / FR2 / CEM1 / PTFE

* Fotobeschichtete SMD-Schablonenbleche

* Basismaterial fir Sonderanwendungen

* ALUCOREX Frontplattenmaterial
Fotobeschichtetes Eloxal-Aluminium

* Flexible Substrate

e Starrflexible Substrate

Gerate zur Herstellung von Leiterplatten

Die Nachfrage nach immer feineren und komplexer werdenden Strukturen,
kleinsten Bauteilen und flexiblen Materialen in der Platinenherstellung
erwartet eine schnelle und flexible Umsetzung der neuen Technologien auf
qualitativ hochwertigen Geréaten und Anlagen. === ——
Durch das optimal aufeinander abgestimmte ~———
Gerateprogramm der Walter Lemmen GmbH —

kann der gesamte Fertigungsprozess zur |

Herstellung von qualitativ. hochwertigen
Leiterplatten mit komplexen Strukturen,
feinen Leiterplattenbreiten und —abstéanden auf
unterschiedlichen Basismaterialien abgedeckt
werden.

Das Gerateprogramm der Walter Lemmen
GmbH reicht von Anlagen zur Strukturierung,
Oberflachenbehandlung und Durchkontaktierung
von Leiterplatten bis hin zu Anlagen fur den
Oberflachenschutz von ein- und zweiseitigen Leiterplatten, Forméatzteilen
und Multilayer. Erganzt wird unser Lieferprogramm durch die Umsetzung
von umweltfreundlichen Herstellungstechnologien, fir ein hohes MaB an
Sicherheit, Verringerung von Umweltbelastungen und geringeren Verbrauch
an Rohstoffen, Chemie, Energie und Wasser. Dies spiegelt sich in unseren
Anlagen, in Form von integrierter Spultechnik, Regenerationssystemen
zur Reduzierung des Chemieverbrauchs, Filtertechnologien und
Wasseraufbereitungsanlagen sowie Elektro-lysezellen fur die vollstandige
Ruckgewinnung von Edelmetallen aus den Spllwéassern wider.




LEITERPLATTENTECHNIK

Filmerstellung * Belichten ¢« Laminieren Schneiden * Bohren ¢ Birsten
Speziell fur den Prototypenbau stehen kostengiinstige Fur den Zuschnitt von Leiterplatten, Blechen und Aluminium
e " und sehr effektive Gerate fiir den fototechnischen Prozess steht ein breites Angebotsspektrum von manuell und
' zur Verfiigung. Das reicht vom Fotoplotter, zur Erstellung motorisch betriebenen Plattenscheren zur Verflgung. |
von hochwertigen Filmen fur die nachfolgenden Die unterschiedlichen Geréatevarianten sorgen fur den
Belichtungsprozesse, bis hin zu einseitig- oder perfekten Schnitt und saubere Kantenabschlisse.
doppelseitig arbeitenden UV-Belichtungsgeraten. Fur das professionelle Bohren und Frésen von Leiterplatten,
Die professionelle Auslegung der Fotoplotter Metallteilen, Kunststoff und Frontplatten bieten wir manuell
erméglichen die Verarbeitung von gangigen CAD- betriebene Prazisions- und Printbohrmaschinen an, die
Filmdaten und garantieren ein optimales Belich- speziell fur die Leitplatten-Prototypenfertigung ausgelegt
tungsergebnis auf den UV-Belichtungssystemen, die sind und eine hohe Bohrqualitdt und gute Bedienbarkeit
in unterschiedlichen GréBen und Ausfihrungen zur garantieren. Unsere CNC gesteuerten Bohr- und Frasanlagen
Verfiigung stehen. Spezielle UV-Technik in Kombina- mit manuellem oder automatischem Werkzeugwechsler
tion mit einem Schubladen-Vakuumsystem und eine arbeiten mit einer hohen Genauigkeit, Schrittauflésung und
vielseitige Gerateausstattungen ergeben ein optimales Belichtungsergebnis Bohrfrequenz. Die stabile Alukonstruktion ermoglicht das
und kurze Belichtungszeiten. Bearbeiten von mehreren Nutzen Ubereinander und kann

ebenso fir Isolationsfrasen von Platinen wie zum Bearbeiten li‘li‘h
von Aluminium-Frontplatten eingesetzt werden.

Das hochwertige LDI-Direktbelich-
tungsgerat UV-P50 ist die ideale L6-
sung far das schnelle, préazise und
robuste Prototyping von Leiterplatten
und Formaéatzteilen. Es belichtet alle
gangigen UV-empfindlichen Materialien,
wie Negativtrockenresist, Positiviack
oder Lotstopplack. Der LDI-Direktbe-
lichter UV-P50 belichtet das Layout
in kurzester Zeit und arbeitet hierbei
vollig ohne Maske. Bereits in der
Basic-Version entstehen Aufldsungen
von 75um Linienbreite und Abstand.

Kompakte Nassblrstanlagen von Lemmen sind flr unterschiedliche Materialien
und Substrate universell einsetzbar, die das Finishen vor dem Laminieren
oder das Entgraten nach dem Bohren in der Printfertigung abdecken. Spezielle
Geratevarianten von ein- oder doppeltseitig arbeitenden Tisch- oder
Standgeréaten sind erhaltlich.

In Kombination mit der einstellbaren
Transportgeschwindigkeit und Oszil-
lation Uberzeugen die Gerate durch
einfache Bedienbarkeit, stabile Kon-
struktion und einem breiten Anwen-
dungsbereich in der mechanischen
Leiterplattenbearbeitung.

Unsere leistungsfahigen Trockenresistlaminatoren
werden fir die Verarbeitung von allen handesliblichen
photostrukturierbaren Laminaten und Photopolymer- .
Folien (Lotstopmaske) der Leiterplattenfertigung ein-

gesetzt und sorgen dort, wie in der Formatzteiltechnik,

far ein optimales Laminierergebnis.
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Entwickeln ¢ Atzen ¢ Spiilen * Strippen

Die modular aufgebauten Entwicklungs- und Atzanlagen von Lemmen
ermdglichen ein schnelles Bearbeiten von Leiterplatten im Sprihéatz-
und Entwicklungsverfahren oder Schaumaéatz- und Durchlaufverfahren und
bieten die optimale Voraussetzung fir ein hochwertiges Leiterplattenbild.
Spezielle Halterungen erméglichen das Bearbeiten von unterschiedlichen
Leiterplattenmaterialien im manuellen Verfahren oder im vertikalen Durch-
laufverfahren. Die Stand- oder Tischgerate beinhalten in kompakter Bauweise
samtliche Prozessschritte vom Entwickeln, Atzen und Spiilen (optional Strippen)
in einem Gerat und erméglichen die
Herstellung von qualitativ hoch-
wertigen Leiterplatten-Strukturen
von 50 - 100 um. Die Gerate sind
fur die Prototypen- und Kleinserien-
fertigung bis zu einer Plattengréf3e
von 500 x 600 mm geeignet.

Die Labortischanlagen der Reihe MINISTAR
und die Standgerate der Reihe ETCHING
CENTER V zum Entwickeln, Atzen und Spiilen
im Schauméatzverfahren und Umlaufentwick-
lungsverfahren, sind ideale Kleingerate fur &=
die Bearbeitung von Leiterplatten und Formétz-
teilen in Labors, Schulen und Instituten zur
Erstellung von professionellen Musterplatten
und Prototypen.

Die hochwertigen Geréatereihen ETCHING
CENTER S und CONVERT von Lemmen
sind fur den Feinstleiterbereich geeignete
Spriuhentwicklungs- und Sprihéatzanlagen
zur Herstellung von ein- oder zweiseitigen
Leiterplatten oder Formé&tzteilen. Die Anlagen
sind als manuell betriebene oder als vertikale
Durchlaufanlagen mit Spaleinrichtung erhéalt-
lich. Unsere neuartigen Rotationssprihsysteme
ergeben eine besonders gleichméafige und
intensive Behandlung der gesamten Ober-
flache. Die Anlagen sind mit Mehrfachspulen
ausgerustet und zeichnen sich durch ihre sau-
bere und kompakte Arbeitsweise aus. Durch den
modularen Aufbau kénnen die Gerate mit einem
Strippermodul und Trockner erweitert werden.

11
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Durchkontaktieren

Die Erstellung von hochwertigen Leiterplatten und Multilayer erfordert eine gro3e
Prazision und Anlagentechnik bei der Metallisierung der Bohrlécher, Herstellung
der Lo6tfahigkeit der Kontakte und Erzeugung von Schutzschichten gegen
Oxidation und Korrosion. Zur Erstellung von durchkontaktierten Leiterplatten
durchlaufen die vorbehandelten Leiterplatten einen nasschemischen Prozess,
um die innen metallisierte Bohrung im Tragermaterial der Leiterplatte zu reali-

sieren und die Verbindung zwischen den einzelnen Lagen her-

T — - 4
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Der modulare Aufbau der Anlagen bietet
die Mdglichkeit zuséatzliche Prozesse ins
Anlagenkonzept zu integrieren: Desmear,
Blackening, Zinnstripper, Resiststripper,
chemisch Zinn, organische Schutzschicht
(OSP), chemisch Nickel/Gold, chem.
Silber, galvanisch Nickel/Gold.

Optimal ausgestattete Behandlungs-
und Spullbecken in Kombination mit
hochwertigen Einrichtungen und
Anlagenkomponenten garantieren ein
optimales Leiterplattenergebnis.

zustellen. Fir den galvanischen Durchkontaktierungsprozess

bieten wir unsere Geréatereihe
COMPACTA (manuell gesteuert
od. halbautomatisch mit SPS) an,
als eine universell einsetzbare
Galvanikanlage fir die chemische
oder galvanische Abscheidung
von Metallen in Vertikal-Technik.
In Abstimmung mit dem Kunden
werden die Anlagen gemass den
geforderten Verfahrensschritten
angepasst. Das Standardverfah-
ren basiert auf der umweltfreund-
lichen Direktmetallisierung mit
Graphit als Katalysator nach dem
Tenting- oder Subtraktivverfahren.

Multilayer

Um die hohe Informationsdichte einer Leitplatte auf
kleinsten Raum zu erreichen, kommt die Multilayer-
fertigung in Betracht.

Die Multilayerpressen der MLP-L Serie sind Geréate
zur Herstellung von mehrlagigen Leiterplatten
(Multilayern) far die Prototypen- und Kleinserienfer-

tigung.

In der Anlage kénnen Mehrlagen-Schaltungen aus
unterschiedlichen Leiterplattenmaterialien miteinan-
der verpresst werden. Dabei sorgt die gleichmafi-
ge hydraulische Druckverteilung in Kombination mit
dem Vakuumrahmen-System und frei programmier-
barer Vorheiz- und Prozesstemperatur fur eine opti-
male Materialverbindung Uber die gesamte Arbeits-
flache.

In Kombination mit den Belichtungs-, Entwicklungs-,
Atz- und Durchkontaktierungsanlagen kénnen quali-
tativ hochwertige Multilayer in kirzester Zeit gefer-
tigt werden.

v o
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Endoberflachen * Schutzschichten

Organische, chemische oder galvanische Schutzschichten dienen dem Oxidations-
und Korrosionsschutz von Endoberflachen von Leiterplatten. Spezielle
Anlagentechnik in Verbindung mit hochwertiger Prozesschemie garantieren
ein hochwertiges Oberflachenfinish von Leiterplatten. Die Endoberflachenbehand-
lung der unterschiedlichen Leiterplattenvarianten kénnen in der Geréatereiche
COMPACTA als zuséatzlicher
Prozessschritt integriert oder
in der Geratereihe PROTEC
als Einzelanlage realisiert
werden. Der Anlagenaufbau
richtet sich nach der Schutz-
schichtvariante und den je-
weiligen Verfahrensschritten
der Prozesschemie.

Anlagen fur bleifreie Oberflachen

- Chemisch Nickel/Gold = I |
- Chemisch Zinn | g

- Chemisch Silber

- Organischer Oberflachenschutz (OSP)

Anlagen fiir spezielle Anwendungen
- Galvanisch Nickel/Gold,
- Galvanisch Silber

Trocknen * Tempern

Speziell fir den Leiterplattenprozess konzipier-
te Durchlauftrockner im Vertikalverfahren sorgen
fur ein schnelles ruckstandsfreies Trocknen
von Leiterplatten, Forméatzteilen oder anderen
Substraten nach dem nasschemischen Pro-
zess. Die Leiterplatte wird automatisch durch
die Trockenzonen transportiert und steht
den nachfolgenden Verarbeitungsschritten
des Laminieren oder Oberflachenbehan-
deln schnell zur Verfugung. Erweitert wird
das Programm durch
universell einsetzba-
re Trockendfen zum
Trocknen, Tempern
und Erwarmen von Leiterplatten und Substraten. Die
hochwertigen Edelstahléfen bieten eine umfangreiche
Ausstattung und Programmfunktion. Komfortable und an-
wendungsspezifische Sonderausstattungen sorgen flr
ein breites Anwendungsspektrum.

15



OBERFLKCHENTECHNIK

A

Anlagenvarianten:

Beckenvolumen:
5 Liter — 100 Liter Volumen
(GroBere Beckenvolumina auf Anfrage)

Ausfiihrung:
manuelle Trommel- und Gestellanlagen
Automatische Handlingssysteme auf Anfrage

Anlagen zur Vorbehandlung:
Vorreinigung

Entfettung

Ultraschall

Anlagen fiir Edelmetallbeschichtung fir dekorative Oberflachen:

Vergolden
Versilbern
Rhodinieren
Verchromen

Anlagen fiir die funktionale Oberflachenbeschichtung:
Verkupfern

Verzinnen

Verzinken

Elektropolieren

Anlagen zum Farben und Eloxieren
Eloxalanlagen
Titanfarbeanlagen

Dekorative und funktionelle Oberflachenbehandlung
von Trommel- und Gestellware

Durch unsere langjahrige Erfahrung im Bereich der Oberflachentechnik
kénnen wir unseren Kunden umfassende Anlagenlésungen fir eine
optimale Endoberflache anbieten. Unser Anlagensortiment deckt die ge-
samte Bandbreite zur Veredelung verschiedenster Materialien der dekorati-
ven und funktionellen Ober-
flachenbeschichtung ab.
Dies umfasst die Vorrei-
nigung, Veredelung und
Nachbehandlung von Ge-
stell- oder Trommelware von
Kunststoffen, Stahl, Alumi-
nium und Titan oder anderen
Metallen. Kundenorientierte
Konzepte abgestimmt auf
die jeweiligen chemischen §
Prozesse und zuverlassige
Serviceleistungen ergén-
zen das Portfolio.

Als kompetenter Partner %
der Leiterplatten- und
Elektronikindustrie sowie . : . -
der Automobil-, Sanitar-, Schmuck- und Konsumguterindustrie verfolgen wir
ein hohes MafR3 an Anlagenqualitdt und Zuverléassigkeit, um einer hochwertigen
und korrosionsbestandigen Oberflache gerecht zu werden.

17



OBERFLACHENTECHNIK

Vorbehandlung Eloxieren und Farben

Anlagen zum Anodisieren von Leichtme-
tallen, dienen der Oberflachenbearbei-

Der Garant fur eine hochwertige Oberflache ist eine optimale Vorbehandlung

18

der zu beschichteten Materialien. Die Vorbehandlungsanlagen far Trommel-

oder Gestellware sind neben den
Vorbehandlungsbecken mit einer
Abkochentfettung, elektrolytischer
Entfettung und Kaskadenspilung
ausgestattet. Passende Randabsau-
gungseinrichtungen oder Absaug-
hauben sorgen fur eine saubere
Raumumgebung.

Dekorative und funktionelle Oberflachen

Im Bereich der dekorativen und funktionellen Oberflachen, bieten wir ein breites

Spektrum an Anlagen und Anlagentech-
nik far samtliche Oberflachen inklusive
Chemie und Serviceleistungen an. In
Abstimmung mit dem Kunden und unter
Einbeziehung von neusten Technologie-
entwicklungen in der Galvanotechnik
entstehen multifunktionale Kleingalvanik-
anlagen far die Beschichtung von Metall-
substraten oder Kunststoffmaterialien.
Unser Lieferprogramm deckt samtliche
Anlagenvarianten fur die dekorative und
funktionelle Oberflache ab, von der Vor-
behandlung und Oberflachenvorberei-
tung, hochwertigen Korrosionsschutz
von Bauteilen bis hinein zur dekorativen

Oberflachenveredelung von Schmuck-,
Sanitar- oder Konsumguterprodukte.

tung von Teilen aus Reintitan oder Titan-

legierungen und Aluminium.

Die Anlage beinhaltet samtliche Vorbe-
handlungs- und Nachbehandlungspro-
zesse fur eine optimale anodische Oxi-
dation zur Erzeugung von festhaftenden
dekorativen

Oberflachenschichten in
Farben.

Automatisierungstechnik mit
SPS Steuerung

Die Geratereihe COMPACTA kann
kunden-spezifisch als Halbautomat mit
Handlingsystem entwickelt und aufgebaut
werden. Die SPS Steuerung in Kombination
mit einem Touch Display Ubernehmen
samtlich Steuer- und Systemfunktionen.

Beizen, chemisch Entgraden und Elektropolieren

Anlagen zum elektrochemischen und chemischen Polieren, Entgraten und Rei-
nigen von metallischen Oberflachen, wie z.B. Edelstahl, Stahl, Titan, Kupfer-
und Kupferlegierungen, Messing, Aluminium und weitere Metalle.

Beizen

Elektrochemisches Polieren
und Entgraten (Elektropolieren)

Passivieren

Chemisches Polieren
und Entgraten

o a. -
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OBERFLACHENTECHNIK - KLEINGERATE
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Anlagenvarianten:

e Galvaniksysteme fiir die StandardgréBen
von 1,5 - 3,0 Liter Beckenvolumen

* Tischgalvanisierwannen fiir die StandardgréBen
von 5 - 50 Liter Beckenvolumen

* Kleingalvanikanlagen als Trommel- oder Gestellanlagen
fiir die StandardgréBen von 5 — 20 Liter Beckenvolumen

e Edelmetallrickgewinnungsmodule fiir Edelmetalle
* Spililwasseraufbereitung fiir Edelmetalle

e Beizanlagen

e Stripperanlagen fiir Edelmetalle

e Atz- und Entwicklungsgerite zum Bearbeiten
von Edelstahl oder Buntmetallen

e Galvanozubehor

20

Kleingerateprogramm fiir dekorative
und funktionelle Oberflachen

Neben unseren Kleingalvanik-

anlagen bieten wir ein univer- |

sell einsetzbares Kleingerate-
programm fur funktionelle und
dekorative Oberflachenbearbei-
tung mit kleinem Badvolumen
an. Diese multifunktionalen Ge-
rate und Wannensysteme ab 1,5
Liter Beckenvolumen sind ideal
geeignet fir die Schmuckindus-
trie, Medizintechnik und indus-
trielle Kleinteilefertigung.

Durch eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Badkomponenten,
wie Heizkdérper, Gleichrichter,
Tommeleinheiten, Halterungen,

Filtereinheiten und lonentauscheranlagen, bieten die Gerate die optimale
Voraussetzung fir ein professionelles Oberflachenergebnis.

21
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OBERFLACHENTECHNIK - KLEINGERATE

Kleingalvanikanlagen

Das modulare Kleingalvaniksystem ist ideal geeignet fur Goldschmiede,
Uhrmacher, Entwickler und Labors in Gewerbe, Handwerk und Industrie.
Ein multifunktionaler Gleichrichter, verschiedene Wannentrager far 1,5 Liter
und 3,0 Liter Wannengré6Be und abgestimmte Elektrolyten bilden die Basis
far ein professionelles Ergebnis in der galvanischen Oberfladchenbeschich-
tung. Das Komplettsystem
mit integrierter Heizung und
Badbewegung kann flr die
elektrolytische Entfettung
und alle galvanischen Edel-
metallelektrolyte  einge-
setzt werden.

Tischgalvanisierwannen

Das Einzelwannensystem TG mit einem Beckenvolumen von 51/101/20 | und
50 | erméglicht das individuelle Zusammenstellen von Behandlungsbecken. Die
Tischgalvanisierwannen kénnen als Galvanisier- oder Spllwannen eingesetzt
werden. Ergadnzende Optionen, wie
eine aufsteckbare Warenbewegung,
Gleichrichter, Bodenheizkdérper mit
Temperaturregler und Trommeleinrich-
tungen ermdglichen eine zuverlassige
Oberflachenbehandlung fir unterschied-
liche Anwendungsbereiche.

Kompakte Kleingalvanikanlagen fiir dekorative
Oberflachen und Vorreinigungsanlagen zum Entfetten

Die kompakte Kleingalvanikanlage in den StandardgréBen 5, 10 und 20 Liter
Beckenvolumen sind Kleingalvanikanlagen fur dekorative Oberflachen, wie
Gold, Silber und Rhodium. Zusatzmodule zur Verreinigung ergdnzen die
Geratereihe.

Der Anlagenaufbau bein-
haltet alle erforderlichen
Anlagenkomponenten,
wie Gleichrichter mit Ah-
Zahler, Badbewegung,
Lufteinblasung und Kih-
lung und ergeben ein
qualitativ hochwertige
dekorative Oberflache.
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OBERFLACHENTECHNIK - KLEINGERATE

Titan-Farbegerate

Das Titan-Color System wurde speziell entwickelt zur Oberflachenbearbeitung
von Teilen aus Reintitan oder Titanlegierungen. Durch anodische Oxidation
kénnen verschiedenfarbige, gleichméaBige, festhaftende Oberflachenschichten
erzeugt werden. Mit den gebrauchsfertigen Titan-Color Farbeelektrolyten werden
die zu beschichteten Teile nach Vorbehandlung in speziellen Titanbeizen

anodisch oxidiert. Durch Variation
der eingestellten Badspannung kann
die kinstlich erzeugte Oxidschicht
aufgebaut werden und eine Vielzahl
von dekorativen Farben erzeugen.
Durch die multifunktionalen
Eigenschaften von Titan und Titan-
legierungen kommt der Werkstoff in der
Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt
und in der chemischen Industrie zum
Einsatz.

Beiz- und Stripperanlagen

Beizanlage:

Die Beizanlage eignet sich zum Abbeizen von
Edelmetallwerksticken und Gussteilen. Die Anlage ist mit einem
beheizbaren Beizbecken und anschlieBender Splleinrichtung
ausgestattet. Die optional lieferbare Absaughaube mit
sdurebestandigem Ventilator und Sicherheitswanne garantieren
neben dem Sicherheitsaspekt eine saubere Luft am Arbeitsplatz.

Stripperanlage mit Metallriickgewinnung:

Die kompakte Bauweise der Stripperanlage ermdglicht durch den
Einsatz von speziellen Stripperlésungen das optimale Abstrippen
von Edelmetallen auf beschichteten Bauteilen.

Die Ruckgewinnung der gestrippten Edelmetalle erfolgt in einer
speziellen Elektrolysezelle, die mehrstufig aufgebaut ist. Das
Anlagenkonzept garantiert eine hohe Abscheidungsrate von
Gold, Silber, Rhodium oder Palladium aus Spllwassern und
Konzentraten.
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Anlagenvarianten:

Anlagen zur Oberflichenbehandlung
von Titan und Titanlegierungen:
Vorbehandlung: Entfetten / Ultraschall
Beizen

Farbanodisieren

Grauanodisieren

Atzen

Elektropolieren

Spulen

Trocknen

Anlagen zur Oberflichenbehandlung von Edelstahl:
Vorbehandlung: Entfetten / Ultraschall

Beizen

Elektropolieren

Passivieren

Spulen

Trocknen

Ausfiihrung:
manuelle Gestell-, Korb- oder Trommelanlagen
Halbautomaten mit Handlingssystem und SPS Steuerung

Beckenvolumen:

Manuelle Anlagen:

5 Liter — 250 Liter Volumen

(GroéBere Beckenvolumina auf Anfrage)

Halbautomaten:

5 Liter — 100 Liter Volumen

Lastgewicht Handlingsystem: max. 10 kg
(GroBere Beckenvolumina auf Anfrage)

f =T

26

Oberflachenbehandlung von Werkstoffen
der Medizintechnik

Titan und Titanlegierungen
Niob, Nitinol, Tantal
Chrom-Kobalt-Legierungen
Edelstahl

Die Anforderungen an medizinische Bauteile,
Komponenten und Werkstoffe sind sehr viel-
faltig und komplex.

Sicherheit und Zuverlassigkeit der eingesetz-
ten Werkstoffe, Herstellungsverfahren und
Maschinentechnik haben in der Medizintech-
nik einen hohen Stellenwert. Darlber hinaus
spielt die Validierbarkeit von Verfahrensablau-
fen und -prozessen eine immer gré3ere Rolle.

Insbesondere  metallische Herz- oder
Zahnimplantate unterliegen strengen
Werkstoffeigenschaften: Hohe mechanische :
Belastbarkeit, h6chste Biokompatibilitdt und Korrosionsbestéandigkeit. Tltan
Niob oder Edelstahl besitzen diese Werkstoffeigenschaften und sind aus
diesem Grund ideal geeignet fir hoch beanspruchte medizinische Bauteile
und Komponenten.

Fur die Oberflachenbehandlung von medizinischen Bauteilen und Kompo-
nenten bieten wir Einzelwannensysteme und kompakte Galvanikanlagen,
manuell bedienbar oder als Halbautomaten mit Handlingsystem und SPS-
Steuerung an.

Der modulare Anlagenaufbau beinhaltet alle erforderlichen
Anlagenkomponenten und Verfahrensschritte fir eine qualitativ hochwertige
Oberflache. Als Systemlieferant liefern wir nicht nur Anlagen- und
Anlagenkomponenten, sondern auch die entsprechende Prozesschemie,
Abwasser- und Ablufttechnik.
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Edelstahl-Oberflachenbehandlung von Bauteilen TITAN und TITANEGIERUNGEN / NIOB Oberflachenbe-

und Komponenten handlung von Bauteilen und Komponenten
Vorreinigen / Beizen / Elektropolieren / Passivieren / Vorreinigen / Beizen / Farbanodisieren / Atzen / Elektropolieren /
Spulen / Trocknen Spulen / Trocknen
Durch das elektrochemische Polieren (Elektropolieren) und Entgraten von Edel- Die Bearbeitung von medizini-
stahl wird die Eigenschaft der metallischen Oberflache entscheidend verbessert, sche Bauteile und Komponenten
was sich positiv auf unter anderem aus Titan und

die Bestéandigkeit der Titanlegierungen, erfordert unter-

einzelnen Komponenten schiedliche Oberflachenstruk-

auswirkt.  Elektropolieren turen und Beschaffenheiten:

ist ein elektrochemisches

Verfahren zum Ober- Der Beizvorgang reinigt und

flachenabtrag an  den aktiviert die Oberflachen flr

Randzonen der Werk- weitere Prozessschritte, wie das

sticke. Die Abtragung Farbanodisieren.

erfolgt mit speziellen

wéssrigen Losungen unter Das Anodisieren von Oberflachen ist ein elektrochemischer Prozess zur
Einsatz von Strom im Oberflachenveredelung von medizinischen Bauteilen, Instrumenten und
Mikrobereich und erzeugt orthopéadischen Produkten. Es dient in erster Linie der farblichen Kennzeichnung
eine glatte und glédnzende der Bauteile und Optik.

Oberflache.

Das chemische Atzen schafft eine pordse Struktur auf der Oberflache und
garantiert somit eine gute Verbindung zwischen Metall und Kérpergewebe. Das
Elektropolieren von Titan dagegen liefert sehr glatte Oberflachen, die im Ansatz
fur die Zahnkeramiken fur eine asthetische Optik sorgen.

29



- HEE

pi
L.- ““:’;:
& 4R Anlagen zur Umwelttechnik
b Anlagenvarianten:
= < ',r:". Als Systemlieferant bieten wir neben der Entwicklung, Konstruktion und
i 3“,‘4?-\ 2 Spllwasseraufbereitung Bau von Geréten und Anlagen fiur die Leiterplatten- und Galvanotechnik
-f::;; . fﬁ?}ﬁ,@:}‘! fi? Kreislaufionenaustauscher-Anlagen mit Harzvolumen 1,5 — 30 Liter ein komplettes Produkt- und Serviceprogramm an, bestehend aus der Li?'
P '_;&f:%r::;' Lot lonenaustauscher-Patronen (Kationen-, Anionen-, Mischbett) Lgrung Vor_? kundezspetzmschen Anlage- JIie Alagenkoonnten bls
‘;E ; ;? ‘Ft ) ' |0n§naustau.scher-Harze (Kationen-, Anionen-, Mischbett) Slgrvizcuer unrc(i)zl(jrsnsvieﬁlfgr?-, b -’.E;
*".& . - e ;’:? Aktlvekohlefllter. zepten fur verschiedene
RgL ;{}l“;” \ Regenerierservice Industriezweige.
L e 'I}h:"l) ,;}1 Harzwechsel Mischbett
:‘;1’:_-:.:;*, :':“ Vollentsalzer / Mischbettpatronen Unsere Fertigungstiefe
"-';;"':.’!f e, | Umkehrosmoseanlagen Ig\;ﬂargntie;’: 'iipt"thor::ies
A R aB an Flexibilitat in der
‘:-I-‘u)-{ t}) Umsetzung von Kunden-
_;&-.5_'_1_? v 5 ) _ anforderungen in die
d &‘:FJ’ _?t# Metallriickgewinnung (geschlossene und offene Systeme) entsprechende Anlagen-
b Byt ,_1) ot Elektrolysezellen zur Riuckgewinnung von Edelmetallen technik und -ausfihrung
:F"ﬁ';' ""T Elektrolysezellen zur Riickgewinnung von Nichtedelmetallen far nahezu jede Ober-
] ,‘}‘;;-.:,3. 12 I Stripperanlagen in Kombination mit Rlickgewinnungszellen fléchenbehandlung.l
S J’.'.,_ AN AufKundenwunsch liefern
: ﬂi-ﬁ;? < wir Komplettlésungen vom
DIERs o S ] ) Anlagenbau bis hinein
el , Filtertechnik in die Ablufttechnik,
i, :me-"? & Feststofffilter mit Filterkerzen Aktivkohle Filtration, Aufbereitung g
o t;”‘:.‘juh ‘:‘h Feststofffilter mit Filterkerzen PP und Entsorgung. Unterstitzt werden wir von qualifizierten Fachfirmen,
_‘: :g’;::-;“*‘ 'ba.u Filtereinheiten in unterschiedlichen Ausflihrungen die mit uns gemeinsam dle_ optimale Auslegung und Umsetzung der
s 5{:‘1"‘.’-'{\1" . Beutelfilter Kundenanforderungen garantieren.
- 1y "ﬂf. =M .... i A
_--'{“ hl._grf.,g,; r_jt Filtergehause Durch umweltfreundliche Herstellungsmethoden und Einsatz von
T }’r:}}p{{ ‘é hochwertigen Komponenten sorgen wir fir Prozesssicherheit, Verringerung
P! }_': ,._f,.qgg:,_ 3= von Umweltbelastungen und geringeren Verbrauch an Rohstoffen,
A2 s e Ablufttechnik Chemie, Energie und Wasser. Dazu zahlen integrierte Spiltechnik,
. ‘:« Sifadas RN Abluftwascher Wasseraufbereitungsanlagen als Kreislaufanlagen sowie Elektrolysezellen
{ Tropfenabscheider fur die vollstandige Ruckgewinnung von Edelmetall aus Spulwéssern.
o Labor-Ventilatoren
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ABWASSERTECHNIK / ABLUFTTECHNIK / FILTERTECHNIK

Spiilwasseraufbereitung

Spezielle  Filtertechnologie und  Wasser-
aufbereitung  sorgen  fir ein  sauberes
Prozesswasser. Neben einer groBen Auswahl an
Feststofffiltern bieten wir lonentauscheranlagen
der Serie IONEX an, die das kontinuierliche
Reinigen und Wiederverwenden der
Spulwésser aus Spulbddern und Sparspulen
erméglichen. Dies tragt zu einer Erhéhung der
Kreislaufwasserqualitdt und einer wesentlichen
Wassereinsparung bei.
Die Spulwasserreinigungsanlagen sind als
Kreislauf- oder Durchlaufanlagen konzipiert
Mit der Kreislaufanlage kann der gesamte
Spulwasseranfall gereinigt und dem Prozess
: zurickgefuhrt werden so dass eine ,quasi
abwasserfrei“ Leiterplattenherstellung gewahrleistet ist. Durch den Einsatz
von speziellen lonentauscherharzen lassen sich Edelmetalle (z.B. Gold, Silber,
Rhodium, Palladium) aus dem Spulwasser zurickgewinnen und regenerieren.
Die Regeneration der lonentauscher-Harze wird als Dienstleistung angeboten
und ist somit eine wirtschaftliche Lé6sung im Abwasserreinigungsprozess.

Metallriickgewinnung - Elektrolysezellen

Fur die Abscheidung von Metallen aus Lésungen
bieten wir Metallrickgewinnungsmodule
fir Edelmetalle an, die ein wirtschaftliches
Ausarbeitung von verschiedenen Metallen
wie Gold, Silber, Palladium, Platin aus
Standspulbadern, Sparspilen und Konzentraten
gewahrleisten. Unterschiedliche Varianten von
Metallrickgewinnungsmodulen, zum  direkten
Einsatz in Spullésungen oder als externe Einheiten
fur den Bypass-Betrieb gehdren zum Lieferumfang.

Filtertechnik

Ablufttechnik

Kundenspezifisch ausgelegte und umgesetzte Laborabluft-
Absorptionsanlagen, als zuséatzliches Element neben dem Abzug
sorgen fir eine sauber Umgebungsluft. Die Steuerung der
Anlage erfolgt vollautomatisch. Die Anlagen sind ausgestattet
mit Niveauregelung zum Auf- und Nachfallen des Waschwassers,
Leitwertiberwachung, pH-Uberwachung und pH-Regelung.

Komplette Filtereinheiten
zur Partikel- und Feinfil-
tration von galvanischen
und chemischen Béadern
sowie Prozesswasser.

" Unterschiedliche Ausfiih-

rungen mit dichtungslosen
magnetgekuppelten Krei-
selpumpen in PP/PVDF/E-
CTFE, geeignet fur orga-
nische und anorganische
Verunreinigungen  aus
aggressiven und neutralen
Flussigkeiten.
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